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Abstract (en)
The crimp contact (1) has flat base (2) with solder connection (5), which passes through a recess in the circuit board. Clamping shanks (7,8)
provide crimping contact and tension relief for the cable strand. The connection part (5), containing coupling section (4) and the clamp section (6),
supporting the clamping shanks, are separate. The clamp section so protrudes from the circuit board as to be freely accessible to the crimping tool.

Abstract (de)
Bei einem auf einer Leiterplatte (12) angebrachten Crimpkontakt (1) zum elektrischen Verbinden wenigstens eines Litzenleiters (9) mit wenigstens
einem Lötpad der Leiterplatte (12) besteht der aus einem flachen Basisteil mit einem wenigstens eine Ausnehmung (13) der Leiterplatte
durchsetzenden Verbindungsteil (5) zur Lötverbindung mit dem Lötpad in einer Wellenlötanlage und zur zusätzlichen Befestigung an der Leiterplatte
(12) sowie mit Klemmschenkeln (7, 8) zur Crimpkontaktierung und Zugentlastung des Litzenleiters (9). Der das Verbindungsteil (5) aufweisende
Verbindungsbereich (4) und der die Klemmschenkel (7, 8) tragende Klemmbereich (6) des Basisteils (2) sind voneinander getrennt angeordnet,
wobei der Klemmbereich (6) derartig von der Leiterplatte (12) abragt, dass er für das Crimpwerkzeug frei zugänglich ist. Der genannte Crimpkontakt
ist damit auf einfache und kostengünstige Weise derart ausgebildet, dass ein besonderer Aufwand an der Wellenlöteinrichtung sowie die Gefahr von
Beschädigungen der Litzenleiterisolation in der Wellenlöteinrichtung wirksam vermieden sind. <IMAGE>
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